)



)

)



®3)

@
(b)

©

(4)



®)



MAGNETRON SPUTTERING APPARATUS AND PROCESS

PROCESS FOR DEPOSITING OPTICAL THIN FILMS ON BOTH
PLANAR AND NON-PLANAR SUBSTRATES

Continuation-in-part Application



(6)

Q)

)



)
)

®3)

(4)

®)

(6)
Q)

¢y

)



)

SiOx



¢y

metal mode



)

- 10 -



-11 -

Meta Mode

Twin MAG



)

-12 -



)

b)

-13 -



)

- 14 -



)

€

()

((E))

V)

(3)

- 15 -



b)

(E))]

(o)

)

(3)

((£))

V)

(3)

(x)

- 16 -



(B3)

€))

) @)

(>

)

(C<))

-17 -



-18 -



SiO:

Ta-0s

-19 -



- 20 -

(o)
B)
)

(3)



@)

(15) ()

)

(<))

(E))

)

(3

b)

(x)

-21 -



€y

((S))

)

(>

3

(3)

©)

-22 -



Ta-0s

-23 -

SiO:

(o)



b)

d)

- 24 -

B)

)

(3)



)

- 25 -



- 26 -



b)

- 27 -



®3)

- 28 -



¢y

- 29 -



b)

-30 -



-31 -



d)

-32 -

D

)



-33-



)

-34 -



-35 -



€)

@

OPERATION OF BROAD-BEAM SOURCES

Commonwealth Scientific Corporation

- 36 -



SiO«

-37-

SiO:

Ar

O



(cOW)I(D)

(A)
)

© B)

(D)

B

(©) (A (B)

A)
(B) ©)

- 38 -



ol () (Y)(D)

Ar
SiO:
SiO
SiO:
Ti0: Ti)
Ti
Ti0:
() (B)(D)

Al, Ti, Sn, Cr, Ta, Fe, Si, Te, Ni-Cr, In-Sn

A|203, TiOz, Taz0s, SiO:

-39 -



Fe:0s TiN, CrN
eV
eV
Ti TiO:
((E))

a) (o)

b) (B)

c)

<)
d)

- 40 -



(3)

- 4] -



- 42 -



- 43 -



)

- 44 -



- 45 -



b)

- 46 -



- 47 -



¢y

)

)

)

- 48 -



@
(b)

©

D

CMAG 2

- 49 -



- 50 -



controlled thickness profile *~

ntrolled uniformity >~

-51 -

Co



SiO: Ta:0s

®3)

(c0)

B)

)

-52 -



C<))

B)

(o)

V)

€D

B)

)

>)

()

- B3 -



b)

O___

(&YD)

)

(3)

v¥)

(>

- 54 -



b)

- 55 -



d)

SiO:

- 56 -

Ta.0s



(4)

3) ()
3) ()]
3)
)
3) (3) a)

-57 -



®)

d)

- 58 -

3)

b)



(6)

€y

- 59 -



Q)

(15)

()

V)

(3)

(E))]

V)

- 60 -



)

2)

(3)

3

(>)

-61 -



b)

d)

SiO:

- 62 -

Ta:0s



(®)

Q) (o)

Q) (E))

@)
)

- 63 -



€))

d)

Q)

b)

- 64 -

()

(3



- 65 -



- 66 -



- 67 -



- 68 -



